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内容概要

《教育部高职高专电子信息类专业教学指导委员会规划教材:表面贴装技术(SMT)》分为上下两篇，上
篇基础知识介绍了表面贴装技术SMT的必要知识和基本理论，下篇项目实训以手工SMT组装和产
线SMT组装两种实际生产中的组装方式为主线，详细介绍SMT元器件、基本生产工艺、设备操作维护
方法等。
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章节摘录

版权页：   插图：   （3）位置传感器 印制板的传输定位，包括PCB的计数，贴片头和工作台运动的实
时检测，辅助机构的运动等都对位置有严格要求，这些位置需要通过各种形式的位置传感器来实现。
 （4）图像传感器 贴片机工作状态的实时显示主要采用CCD图像传感器，它能采集各种所需的图像信
号，包括PCB位置、器件尺寸，并经计算机分析处理，使贴片头完成调整与贴片工作。
 （5）激光传感器 激光己广泛地应用在贴片机中，它能帮助判断器件引脚的共面性。
当被测器件运行到激光传感器的监测位置时，激光发出的光束照射到IC引脚并反射到激光读取器上，
若反射回来的光束长度与发射光束相同，则器件共面性合格，若不相同，则由于引脚上翘，使反射光
光束变长，激光传感器从而识别出该器件引脚有缺陷。
同样，激光传感器还能识别器件的高度，这样能缩短生产预备时间。
 （6）区域传感器 贴片机在工作时，为了贴片头安全运行，通常在贴片头的运动区域内设有传感器，
运用光电原理监控运行空间，以防外来物体带来伤害。
 （7）贴片头压力传感器 随着贴片速度及精度的提高，对贴片头将组件贴放在PCB上的“吸放力”的
要求越来越高，这就是通常所说的“z轴软着陆功能”。
它是通过霍尔压力传感器及伺服电机的负载特性来实现的。
当组件放置到PCB上的瞬间会受到震动，其震动力能及时传送到控制系统，通过控制系统的调控再反
馈到贴片头，从而实现Z轴软着陆功能。
有该功能的贴片头在工作时，给人的感觉是平稳轻巧，若进一步观察，则组件两端浸在焊膏中的深度
大体相同，这对防止出现“立碑”等焊接缺陷也是非常有利的。
不带压力传感器的贴片头，则可能会出现错位以致飞片现象。
 三、贴片机软件系统基本操作 （一）手动操作 在“手动操作”中将以SONY公司某种型号的贴片机为
例，详细介绍贴片机轴运动，轨道的调整模式，以及贴片机视觉系统手动操作界面。
 1.各轴及真空气阀切换推杆的操作 如图2—2—20所示，轴操作包括XY轴操作，吸嘴（RN—H轴）操作
，吸嘴头RT轴操作，供料器FF、FR轴操作，真空、吹气操作和服务器操作。
 ①XY轴操作：使吸嘴左右（X轴）前后（Y轴）移动。
 ②吸嘴（RN—H轴）操作：使吸嘴旋转（RN轴）及使吸嘴上下（H轴）动作。
 ③吸嘴头RT轴操作：使安装12支吸嘴（RT轴）独自旋转。
 ④供料器FF、FR轴操作：在零件供料器中操作供料部使其有排出动作。
（前侧：FF轴，后侧：FR轴） ⑤真空、吹气操作：执行零件吸着（真空）及装着（吹气）。
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编辑推荐

《教育部高职高专电子信息类专业教学指导委员会规划教材:表面贴装技术(SMT)》可供高等职业院校
电子工艺与管理及相关专业教学使用，也可供SMT培训组织等职业教育机构培训使用，同时对于爱
好SMT技术的初学者来说也是一本很好的参考读物。
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